2026电子信息工程学术研讨会
江苏·无锡 2026年5月22-24日
会议主题：聚智赋能，新质未来
各相关单位：
电子信息工程学科是信息技术领域的主干学科，是推动信息化、智能化社会发展的关键学科，处于当代科学前沿。电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。发展电子信息科学技术对于社会的全面进步与发展具有不可替代的重要意义。
[bookmark: OLE_LINK1]为贯彻党的二十大提出的科技强国战略，促进电子信息学科的发展，加强国内外的学术交流与合作，河海大学、中山大学、安徽信息工程学院等高校共同发起“2026电子信息工程学术研讨会”，拟定于2026年5月22-24日在江苏无锡召开。
本次会议的主题：聚智赋能，新质未来。会议将集聚各方力量，旨在突破当前电子信息领域研究中的关键技术瓶颈，推动学科理论创新与技术进步，为从事电子信息及相关领域的专家学者与工程技术人员搭建一个交流学习平台，展示最新研究成果和进展，相互启发、共同进步，加强科研合作和技术转化，推进电子信息及相关产业向聚集化、链条化、高端化方向发展。
[image: 3a2125df2c87678d89b6009eb28323d]本次会议将汇聚电子信息及相关领域专家学者，聚焦学科前沿与产业需求，重点研讨集成电路与微系统、先进半导体材料与制造工艺、封装测试新技术、量子通信等热点议题，并探讨电子信息与人工智能、大数据、材料等前沿领域的交叉应用。会议将以大会报告、特邀报告、分组报告等多层次形式进行交流与研讨，并组织新材料、新器件、新装备展示，诚邀国内外高校、科研机构专家、学者，企业界人士及其他相关人员前来交流研讨。[image: 3a2125df2c87678d89b6009eb28323d]

河海大学材料科学与工程学院
      
2026年5月    

2026电子信息工程学术研讨会
基本情况
1、 会议组织机构
主办单位：河海大学  
共同主办单位：中山大学
安徽信息工程学院
承办单位：河海大学材料科学与工程学院
协办单位：南京大学
无锡市集成电路学会
          江苏省集成电路学会封测专委会
大会主席：赵永好 教授  河海大学
大会共同主席：徐建明 教授  中山大学
梁美玉 教授 安徽信息工程学院
窦广彬 教授  东南大学
              赵 强  教授  南京信息工程大学
              胡 挺  教授  上海大学
              夏 洋  教授  中科院微电子研究所/南京大学
              李建龙 教授  南京大学
              徐建人 教授  上海理工大学
大会主旨报告：许 进  教授  北京大学
赵永好 教授  河海大学
窦广彬 教授  东南大学
              张吉良 教授  南京邮电大学
              赵 强  教授  南京信息工程大学
              胡 挺  教授  上海大学
              张 川  教授  东南大学
              夏 洋  教授  中科院微电子研究所/南京大学
              李建龙 教授  南京大学
徐建人 教授  上海理工大学
刘 旭 教授 安徽信息工程学院
支持媒体：《电子与封装》
          《集成电路应用》
参会者可提交论文全文，经大会审核通过后，于支持期刊免费发表。
论文投稿网址：www.ep.org.cn
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组织委员会：
	张  鹏
	吴  强
	吴蕴雯
	霍福鹏
	杨晓峰
	周  斌

	田  静
	蒋卫祥
	徐建人
	周德金
	万  青
	代岩伟

	张  昱
	张紫辉
	任开琳
	许  飞
	闫爱斌
	夏  洋

	吴  洁
	刘  盼
	田春生
	张  珺
	王淑婷
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2、 重要时间安排
	日  期
	时  间
	安  排

	5月22日
	09:00-21:00
	会议注册、签到

	5月23日
	08:30-12:00
	开幕式、大会报告

	
	[bookmark: OLE_LINK27]13:30-18:00
	主题论坛学术报告

	5月24日
	08:30-12:00
	主题论坛学术报告

	
	13:30-18:00
	离  会  返  程


3、 主题分论坛
	论坛设置
	分论坛主题/名称
	分会召集主席
分会召集主席

	[bookmark: _Hlk198198014]主题一
	集成电路与微系统
	杭州电子科技大学
西南交通大学
甬江实验室
北京微电子技术研究所
中山大学
	张  鹏
吴  强
万  青
田春生

李兴

	主题二
	先进半导体材料与制造工艺
	上海交通大学
北京工业大学
中科院微电子研究所/南京大学
复旦大学
	吴蕴雯
代岩伟
夏  洋
  
刘  盼

	主题三
	封装测试新技术
	南京航空航天大学
电子五所重点实验室
工信部电子五所重点实验室
广东工业大学
南京邮电大学
江南大学
中山大学



	霍福鹏
杨晓峰
周  斌

张  昱
吴  洁
王淑婷
牟运

	主题四
	微电子学与固体电子学
	上海大学
	刘  成

	主题五
	设计自动化
	中山大学
	林  哲

	主题六
	电路与系统
	南京大学
	田  静

	主题七
	电磁场与微波技术
	
	

	主题八
	电磁信息功能材料与结构
	东南大学
东南大学
	蒋卫祥
孙雅伦

	主题九
	先进电子器件
	南京邮电大学
	张  珺

	主题十
	无线通信技术
	中山大学
	谢豪率

	主题十一
	光电技术
	上海理工大学
桂林电子科技大学
广东工业大学
	徐建人
胡  聪
张紫辉

	主题十二
	人工智能与智能计算
	无锡集成电路学会
华中科技大学
中山大学
	周德金
刘康
毛文东

	主题十三
	生物信息融合
	广州大学
	石晓龙

	主题十四
	青年科学家论坛
	
	

	主题十五
	研究生创新论坛
	
	


欢迎各单位申请联合主办、协办及承办相关分会场，欢迎各知名专家学者担任分论坛召集人；报告人员与召集人员均颁发相应证书，并评选优秀报告与优秀组织者奖。
4、 会议通知、注册缴费及酒店信息
1. 会议通知
[image: 6524fe921b8e996e965203661fb3be5d]关注下方“工程与材料学术联盟”公众号二维码，即时获取最新通知及相关信息。
 2.注册缴费
微信扫描下方二维码，完成在线注册、报告提交等。
[image: F:/2026年会议/5月15-17日--无锡--电子信息（章）/图/个人注册.png个人注册]

会议注册费用如下表所示：
	门票
	注册费用

	教师提前缴费（5月10日前）
	2200元/人

	学生提前缴费（5月10日前）
	1600元/人

	企业代表提前缴费（5月10日前）
	3000元/人

	教师现场缴费
	2500元/人

	学生现场缴费
	1800元/人

	企业代表现场缴费
	3500元/人

	3人及以上教师团体
	2000元/人

	3人及以上学生团队
	1400元/人

	3人及以上企业团队
	2500元/人


[bookmark: OLE_LINK4]特别提示：提前汇款及现场缴费均可，本次会议由北京国研华创科学技术院负责全程会务工作，收取会议注册费、并开具电子发票。
1）提前汇款：请在微信扫码注册后，汇款至以下账号，汇款时请备注 “2026电子信息-代表姓名-单位”。 
[bookmark: OLE_LINK28]收款单位：南京相启科技有限公司
[bookmark: OLE_LINK47]开户行：  中国农业银行股份有限公司南京夫子庙支行
账  号：  10105201040021642
[bookmark: OLE_LINK48]行联号：  103301010526
2） 现场缴费：请提前准备好开票信息，会议报到后会发放开票二维码小票，填写信息申请即可。
3） 退款说明：如因参会者自身无法参会，可取消报名并申请退款，申请退款应在会议开始前进行。会议召开前7日（含7日）申请退费，可全额退款；如小于7日申请，退款90%，收取10%手续费；会议报到日及会议期间取消注册，所缴会议费不予退还。

3. 酒店预订（住宿由参会代表按照以下协议价自行预订，费用自理）
会议酒店：无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店
酒店地址：无锡市新吴区鸿山街道飞凤路205号
会议协议价：高级大床房400元/间/晚（含单早），高级双床房400元/间/晚（含双早）
酒店联系人：总机0510-88584888
4. 海报展示
本次会议开设研究生学术成果海报展示，Poster大小参照90CM宽*120CM高，版面上下页边距为25mm，5月15日前将完成排版的POSTER文件发送至指定邮箱。组委会审核通过后给作者回复张贴展板号，收到展板号请自行制作，5月22日在会场门口指定区域进行张贴。
投递邮箱：2631465951@qq.com
截止时间：2026年5月15日。
邮件备注：2026电子信息工程+作品名称+代表姓名+单位。
5、 重要说明
会议注册费包含会议场地费、服务费、会议资料费、宣传广告费等，住宿及交通费用自理。
本次会议不安排接机接站。
此会议为非密学术交流会议，会议报告、交流内容请不要涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密。
6、 秘书处联系方式 
参会、报告联系人：朱页怡 15062239881（微信同号）
注册、缴费联系人：高嘉萌  19935441766（微信同号）
赞助、参展及加入会议群联系人：杨  艺  13402511969（微信同号）
其他事宜联系人：林依依  13862119501（微信同号）
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